
Systek UVF 100
RDL 应用的填盲孔与细线路二合一电镀

速度、可靠性、一致性。
Systek UVF 100 是一种先进的直流酸铜图形电镀工艺，
能在单一溶液中填盲孔、激光钻 X 型孔和电镀细线路。该
系统可高效填盲孔、X 型孔，同时保持出色的线路轮廓以
及线路和焊盘的共同平面性。
 
由于线路轮廓和共同平面性对RDL应用至关重要，Systek 
UVF 100 的先进技术使它成为 RDL 应用的完美选择。二
合一功能的 Systek UVF 可与 Systek SAP（SAP） 和嵌入
式线路 （ETS） 技术相结合，扩展既有产线的能力以实现
当今最先进的IC 载板设计。符合 IPC 6012D、DS、DA 和 
6013D 定义的所有标准。

• 单步骤中电镀细线路和填盲孔
• 在所有线路形状具有出色的共平面性，R 值始终小

于 2 微米
• 峰值高度到边缘高度小于 15%
• 实现高性能填孔， <5 μm 凹陷、<3 μm 过填和表面

铜厚度在 10 至 15 μm 之间。
• 添加剂系统完全可CVS分析，实现高度工艺控制

主要特性优点
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广泛的电镀铜迭构和设计应用。

优秀的铜垫到线路高度均匀性 / 线路轮廓
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Systek UVF 100 是一种多功能铜电镀工艺，可处理多种 IC 载板应用。载板制造商可以单步骤电镀生产各种铜迭
构，包括填盲孔、填 X 型孔 和细线 RDL图案电镀。该工艺为载板制造商带来了面板级封装的机会，从硅晶圆级封装
设计扩展到有机材料面板级封装。
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线路宽度 铜垫宽度 平均 R 值 Profile % 微切片示例

25 µm 50 µm 0.5 µm 12%

15 µm 100 µm 1.5 µm 15%

Systek UVF 100 提供的精确电镀控制，允许线路和铜垫之间具有出色的共平面性。


